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Con un 47% mas de visitantes pre-registrados

EASYFAIRS® EMPACK 2010 SE CONSOLIDA COMO CITA DE REFERENCIA
PARA LA INDUSTRIA DEL ENVASE Y EL EMBALAJE

o IFEMA, Feria de Madrid, acogerd los dias 24 y 25 de noviembre la tercera edicion de
EMPACK 2010, con las ditimas soluciones en envase embalaje, almacenamiento y
acondicionamiento.

e La intrdlogistica y el packaging farmacéutico seran las principales novedades de este afio.

e Los seminarios gratuitos contardn e apoyo y la participacion de ITENE, FARMAESPANA,
AIMPLAS y PACKNET.

La tercera edicion de easyFairs® EMPACK 2010, el Salon Profesional del envase, embalaje,
almacenamiento y acondicionamiento, abrira sus puertas los dias 24 y 25 de noviembre en el
Pabellon 2 de IFEMA- Feria de Madrid.

Mas de 100 expositores presentaran sus novedades en soluciones y maquinaria de
envasado y embalaje, reciclaje, etiquetado, codificacion, trazabilidad y RFID, materiales,
PLV y embalaje publicitario. Ademas, y como novedad respecto a ediciones anteriores,
EMPACK 2010 dedicara un espacio destacado a la intralogistica y al envasado
farmacéutico. Listado de expositores.

Segiin la organizacion, el significativo aumento en la cifra de visitantes pre-
registrados, un 47% mas que en las mismas fechas del afo anterior, denota el interés
creciente de las empresas por optimizar sus procesos de envasado y embalaje,
maximizar la calidad y vida util de sus productos, mejorar su proteccion durante el
transporte y reducir sus costes. En total, se espera que sean mas de 3.800 los
visitantes profesionales que acudan al Salon.

Por otra parte, la formacion gratuita impartida durante la celebracion del Salén, a
través de los seminarios learnShops, brindara la oportunidad a los visitantes de
profundizar en diferentes tematicas.

En este sentido, EMPACK 2010 incluira seminarios especificos sobre el Packaging &
Intralogistica, organizado junto con ITENE (Instituto Tecnoldgico del Embalaje,
Transporte y Logistica), el Packaging farmacéutico, organizado junto con la revista
Farmespaina Industrial, y el Analisis de riesgos en el envasado y distribucion
de bienes industriales y de consumo, organizado conjuntamente con AIMPLAS,
Instituto Tecnolodgico del Plastico.


http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-madrid-2010_8022/empack-madrid_8486/visitors_8487/catalogo-de-expositores_8497/�
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Ademas PACKNET, la Plataforma Tecnoldgica Espafiola de Envase y Embalaje,
presentard la Mesa Redonda: Una apuesta por la innovacion en envase y
embalaje. Consulte programa completo de conferencias

La entrada es exclusiva para profesionales. Registro gratuito on-line. CODIGO 123997

easyFairs es uno de los lideres globales en la organizacion de salones profesionales
que permiten a las empresas optimizar presupuesto, tiempo y recursos. Facilita que
expositores y visitantes motivados puedan hacer negocios cara a cara en un entorno
focalizado y profesional. Con sede central en Bruselas, easyFairs organiza mas de 100
salones especializados en 8 sectores de negocio en Alemania, Austria, Bélgica,
Colombia, Dinamarca, Espafa, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Paises Bajos,
Polonia, Reino Unido, Rusia, Suecia y Suiza. easyFairs lleva cada salon al corazéon de los
mercados.
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